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C25D

PROCESOSELECTROLITICOSO ELECTROFORETICOS; SUSAPARATOS [4]

PROCESOS PARA LA PRODUCCION ELECTROLITICA O ELECTROFORETICA DE REVESTIMIENTOS;
GALVANOPLASTIA (fabricacion de circuitos impresos por deposicion metalica HO5K 3/18); UNION DE PIEZAS POR
ELECTROLISIS; SUSAPARATOS (proteccion anddica o catddica C23F 13/00; crecimiento de monocristales C30B) [2,6]

Nota

El recubrimiento con dos 0 mas capas superpuestas obtenidas por combinacion de métodos previstos en esta subclasey en la

subclase C23C se clasificaen e grupo C23C 28/00. [2012.01]

Galvanoplastia[2]
Tubos; Anillos; Cuerpos huecos[2]
Alambre; Cintas; Chapas[2]
Espejos totalmente metalicos [2]
Objetos perforados o agujereados, p. €. tamices
(C25D 1/10 tiene prioridad) [2]
Moldes;, Mandriles; Matrices [2]
por electroforesis[2]
de material inorganico [2]
Metales[2]
de material organico [2]
Separacion de |os objetos formados de los
electrodos [2]
Compuestos separadores [2]

Union de piezas por electrolisis[6]

Revestimientos electroliticos; Bafos utilizados[2]
apartir de soluciones (C25D 5/24 Hasta C25D 5/32
tienen prioridad) [2]

decromo [2]
apartir de soluciones de cromo trivalente [2]
Deposicion de cromo negro [2]
caracterizadas por los constituyentes organicos
utilizados en €l bafio [2]

de niquel o cobalto [2]

apartir de bafios que contienen compuestos
acetilénicos o heterociclicos [2]
Compuestos acetilénicos[2]
Compuestos heterociclicos [2]
dehierro[2]
decinc[2]
apartir de bafios de cianuro [2]
de cadmio [2]
apartir de bafios de cianuro [2]
de estafio [2]
caracterizadas por |os constituyentes organicos
utilizados en el bafio [2]
deplomo [2]
caracterizadas por |os constituyentes organicos
utilizados en el bafio [2]
de cobre [2]
apartir de bafios de cianuro [2]
de metalesligeros [2]
Aluminio [2]
deplata[2]
deoro[2]
de metales del grupo del platino [2]
caracterizadas por |os constituyentes organicos
utilizados en e bafio [2]
de metales no previstos en los grupos C25D 3/04
Hasta C25D 3/50[2]
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de deaciones[2]

que contienen méas del 50% en peso de

cobre [2]

que contienen méas del 50% en peso de

estafio [2]

que contienen més del 50% en peso de oro [2]
.. que contienen mas del 50% en peso de plata [2]
a partir de bafios fundidos [2]

Revestimientos electroliticos car acterizados por el
proceso; Pretratamiento o tratamiento posterior de
las piezas|[2]

Deposiciones de areas superficiales seleccionadas [2]
Deposiciones con electrodos méviles [2]
Deposiciones al cepillo o laaimohadilla[2]
Deposiciones con electrolito en movimiento, p. §.
deposiciones por proyeccion [2]
Deposiciones con méas de unacapadeigualeso
diferentes metales (para cojinetes C25D 7/10) [2]
siendo al menos una capade niquel o cromo [2]
siendo dos 0 més capas de niquel o cromo, p.
€. capasdobleso triples[2]
Deposiciones con capas de espesor variable [2]
Deposiciones utilizando corriente modul ada, pulsante
oinvertida[2]
Deposiciones utilizando ultrasonidos [2]
Deposiciones combinado con tratamiento mecanico
durante ladeposicion [2]
Deposiciones de superficies metdlicas en las que un
revestimiento no puede ser facilmente aplicado
(C25D 5/34 tiene prioridad) [2]

de superficies de hierro o acero [2]

de superficies de metales refractarios [2]
de superficies de metales ligeros [2]

de superficies de los actinidos [2]

Pretratamiento de superficies metdlicas que van a ser
revestidas por viaelectrolitica[2]
de hierro o acero [2]
de metales refractarios o niquel [2]
Niquel; Cromo [2]
de metalesligeros[2]
Aluminio[2]
de actinidos[2]
Tratamiento posterior de las superficies revestidas de
metales por viaelectrolitica[2]
por tratamiento térmico [2]
por abrillantado o brufiido [2]
Deposiciones de superficies no metdlicas (C25D 7/12
tiene prioridad) [2]
de materias plasticas [2]
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Deposiciones de metales por via electrolitica
caracterizadas por €l objeto revestido [2]
Cierres de cursor [2]
Tubos; Anillos; Cuerpos huecos[2]
Alambres; Cintas; Chapas [2]
Espejos; Reflectores [2]
Cojinetes[2]
Semiconductores [2]

Revestimientos electroliticos que no sea con metales
(C25D 11/00, C25D 15/00 tienen prioridad;
revestimiento electroforético C25D 13/00) [2]

con materiales organicos [2]
con materiales inorganicos [2]
por procesos anddicos [2]
por procesos catédicos [2]
sobre hierro o acero [2]
sobre metales ligeros [2]

Revestimientos electroliticos por reaccién superficial,

es decir, que forman capas de conversion [2]
Anodizacion [2]
de aluminio o sus aleaciones[2]
caracterizada por los electrolitos utilizados [2]
que contienen &cidos inorganicos[2]
que contienen &cidos organicos [2]
Anodizacién en varias etapas, p. §. en bafios
diferentes[2]
Produccion de capas coloreadas [2]
Pretratamiento [2]
Tratamiento posterior, p. g. cerrado de
poros [2]
Tratamiento posterior electrolitico [2]
paracolorear capas[2]
Tratamiento posterior quimico [2]
de metales refractarios o sus aleaciones [2]
de actinidos o sus aleaciones [2]
de magnesio o sus aleaciones [2]
de materiales semiconductores[2]

de metales o aleaciones no previstos por los
grupos C25D 11/04 Hasta C25D 11/32 [2]

Fosfatado [2]
Cromatado [2]

Revestimientos electrofor éticos car acterizados por el
proceso (C25D 15/00 tiene prioridad; composiciones
para revestimientos electroforéticos C09D 5/44) [2]
con material inorgénico [2]
con material organico [2]
polimeros[2]
por polimerizacion in situ de mondmeros [2]
caracterizados por los aditivos utilizados [2]
caracterizados por € articulo revestido [2]
Tubos; Anillos; Cuerpos huecos[2]
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Alambres; Cintas; Chapas[2]
utilizando corriente modulada, pulsante o
invertida[2]

Pretratamiento [2]
Operacion o servicio [2]

Regeneracion de los bafios [2]

Produccion electrolitica o electrofor ética de

revestimientos que contienen materiales

incorporados, p. €. particulas, laminillas, hilos[2]
Procesos combinados el ectroliticos y
electroforéticos[2]

Elementos estructurales, o sus ensambles, de células
pararevestimiento electrolitico [2]
Tanques; Susinstalaciones[2]
Cuadros o estructuras de soporte externas [2]

Dispositivos de suspension o soporte paralos
articulos que van a ser revestidos[2]
Bastidores[2]
Electrodos[2]
Forma o configuracion (C25D 17/14 tiene
prioridad) [2]
para chapado ala amohadilla[2]

Aparatos para revestimiento electrolitico de pequefios
objetos en conjunto [2]
que tienen recipientes cerrados [ 2]
Barriles horizontales[2]
que tienen recipientes abiertos [2]
Barrilesinclinados [2]
Cestas oscilantes [2]
con medios para mover |os objetos
individualmente a través de | os aparatos durante €l
tratamiento [2]

Instalaciones par a revestimientos electroliticos [2]

Procedimientos para €l servicio u operacién delas
células para revestimiento electrolitico [2]
Calentamiento o refrigeracion [2]
Eliminacién de gases o vapores [2]
Filtrado [2]
Enjuagado [2]
Agitacion de electrolitos; Desplazamiento de
bastidores [2]
Utilizacion de capas protectoras superficiales sobre
los bafios electroliticos [ 3]
Control o regulacién [2]
Adicion controlada de los componentes del
dectrolito[2]
Regeneracion de los bafios [ 2]
de electrolitos (C25D 21/22 tiene prioridad) [2]
de soluciones de lavado (C25D 21/22 tiene
prioridad) [2]
por cambio idnico [2]
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